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The passivation and encapsulation device uses an outer sealing bead 
(4) around the circuit. The address circuit (2) and the matrix (1) are 
both on a substrate (3) side by side. 

A passivation layer of polymerised epoxy resin is applied over the 



address circuit only, also delimiting the gap between the two plates, 
forming a sealed area. The liquid crystal display zone (6) is formed in 
the area between the matrix and the upper plate. 

USE/ADVANTAGE - LCD; plasma displays. 

Dwg.1/5 

Abstract (Equivalent): EP 647333 B 

The passivation and encapsulation device uses an outer sealing bead 
(4) around the circuit. The address circuit (2) and the matrix (1) are 
both on a substrate (3) side by side. 

A passivation layer of polymerised epoxy resin is applied over the 
address circuit only, also delimiting the gap between the two plates, 
forming a sealed area. The liquid crystal display zone (6) is formed in 
the area between the matrix and the upper plate. 

USE/ADVANTAGE - LCD; plasma displays. 
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Abstract (Equivalent): US 5606194 A 

Device for encapsulating and passivating electronic circuits, 
comprising: 

a substrate plate; 

an electronic circuit mounted on said substrate plate; 

an active matrix mounted on said substrate plate; and 

a sealing bead deposited on said substrate plate and surrounding 
said electronic circuit so as to form a sealed enclosure separate from 
said active matrix. 

Dwg.1/5 
Derwent Class: P81; U14; V05 

International Patent Class (Main): G02F-001/133; G02F-001/1339; 
H01L-031/0203 

International Patent Class (Additional): G09F-009/313; G09F-009/35 
? 



1 w 



@ REPUBLIQ UE FRA NQAISE 

INSTITUJ NATIONAL 
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 



PARIS 



(ll) N° de publication : 

(a n'utiliser que pour les 
commandes de reproduction) 

© N° d'enregistrement national : 
© Int CI* : G 02 F 1/133, G 09 F 9/35, 9/313 



2 693 005 
92 07887 



DEMANDE DE BREVET D'INVENTION 



A1 



@ Date de depot : 26.06.92. 


g) Demandeur(s) : THOMSON-LCD - FR. 


Ujm rnonxo.. • 


@ Inventeur(s) : Lebrun Hugues et Mulatier Laurence. 


63) Date de la mise^ disposition dt .public de la 
W demande : 31.12.93 Bulletin 93/52. 




(s£> Liste des documents cites dans le rapport do 
^ recherche preliminaire : Se reporter a /a fin du 
present fascicule. 

(rq) References a d'autres documents nationaux 
apparentes : 


(£3) Titulaire(s) : 

(74) Mandatalre : Ruellan Brigitte. 



< 

I 

10 



© Disposition d'encapsuiatlon et de passivation de circuit pour ecrans piats 



fa U Sc»Za^^ 
f6cran plat 




Y 



CO 

o 

a: 

LL 




2693005 

2 

D'une maniere generate, la passivation des circuits 
integres est realisee par une bicouche constitute de nitrure de 
silicium (SiN) isolant les couches actives, et d ! un metal ou 
d'un polymere organique opaque du type polyimide qui les 
protege de la lumiere et, dans le cas des matrices actives des 
ecrans plats, calibre la cavite dans Iaquelle se trouve le 
cristal Uquide. Dans ce dernier cas, la plaque support 
comportant la matrice active et la contreplaque constituant la 
contre -electrode sont collees l r une a l'autre par 
1'intermediaire d'un cordon de scellement generaiement en epoxy 
qui permet aussi de maintenir le crista! liquide a Tinterieur 
des cellules. 

La presente invention permet d'optimiser la 
passivation et la protection de circuits electroniques realises 
sur un substrat grace a une utilisation judicieuse de ce cordon 
de scellement et est particulierement bien adaptee a celle des 
circuits d'adressage integres sur verre pour des ecrans plats a 
matrices actives. 

La presente invention concerne un dispositif 
decapsulation et de passivation de circuits electroniques 
realises sur une plaque substrat comportant un cordon de 
scellement caracterise en ce que ce cordon est utilise pour 
passiver et proteger ces circuits electroniques. 

La presente invention concerne aussi un dispositif 
decapsulation et de passivation de circuits electroniques 
realises sur une plaque support sur Iaquelle est aussi roalisee 
une matrice active commandant des cellules electro-optiques et 
comportant une couche opaque bloquant la photocondxxctivite des 
composants de la matrice active assurant la fonction d'espaceur 
et eventuellement celle de "black matrix", qui est caracterise 
en ce que cette couche est utilisee pour ^encapsulation et la 
passivation desdits circuits electroniques. 

Ce type decapsulation et de passivation permet de 
minimiser la surface perdue a la peripherie de la partie active 
de 1'ecran sans pour cela compliquer le process de fabrication. 
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Sur la figure 1, la matrice active 1 et le circuit 
d'adressage integre 2 ont ete deposes et graves sur la plaque 3. 
Habituellement, le cordon de scellement de l'ecran est dispose 
entre la matrice active 1 et le circuit d'adressage 2 afin de 
maintenir un ecartement calibre entre les plaques 3 et 5 en 
delimitant une zone contenant le cristal liquide. Dans 
l'invention, le cordon 4 recouvre totalement le circuit 
d ! adressage 2 et delimite une zone 6 contenant le cristal 
liquide. Ce cordon constitue done pour ces circuits, en plus 
d f un ecarteur, d f une couche de passivation contre les agressions 
mecanlques, chimiques et electriques, et ieurs comportements 
electriques sont ainsi parfaitement preserves. 

Par ailleurs, ce mode de realisation permet de 
minimiser la place perdue en peripherie de la partie utile de 
l'ecran puisque l'electronique d'adressage, habituellement a 
l'exterieur du cordon, se retrouve sous le cordon et ne requiert 
done pas de place supplementaire . 

Ce cordon de scellement peut etre obtenu en utilisant 
de l ! epoxy polymerise a chaud ou de l'epoxy polymerise sous 
ultra-violet (materiaux acryliques, colles). Dans tous les cas 
lors du depot du cordon, une ouverture que I'on rebouche a la 
fin du process est menagee afin de iiberer le gaz emprisonne 
dans l'enceinte et permet de remplir cette enceinte de cristal 
liquide dans le cas d f un ecran a cristal liquide. La nature de 
ce gaz (air, azote, argon ou tout type de gaz inerte) depend de 
l'atmosphere dans lequel l'operation est realisee. On peut 
utiliser pour la realisation de ce cordon un materiau opaque 
afin de bloquer la photoconductivity des drivers. 

Un deuxieme mode de realisation utilisant les memes 
materiaux pour le cordon de scellement est presente sur la 
figure 2. Sur cette figure, le cordon de scellement des plaques 
3 et 5 est depose de part et d f autre (elements 7 et 8) du 
circuit d'adressage 2 de maniere k obtenir une enceinte 9 
parfaitement etanche. Dans ce cas, le cordon de scellement ne 
doit jamais effleurer 1 s circuits integres sous peine de 
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cordon. Ces espaceurs sont des billes de diametre calibre qui 
sont incorporees dans le cordon avant son depot, ou un 
empilement de couches d'une epaisseur calibree realisees en meme 
temps que la matrice active au cour du precede d'assemblage de 
l'ecran. 

11 peut arriver alors que le depot du cordon 
directement sur les drivers cree des problemes d'adherence ou 
deteriore les drivers, un troisieme mode de realisation de 
l'invention permet d'eviter ce type de probleme. 

En effet, parallelement a ce type de cordon a 
espaceur, sont utilises sur les composants et les connexions de 
la matrice active, des couches de LBL (pour Light Blocking 
Layer en langue anglaise) qui joue le role de masque optique en 
bloquant la photoconductivity de la matrice active, d'espaceur 
pour la cellule a cristaux liquides et eventuellement de masque 
noir (Black Matrix en langue anglaise) afin d'ameliorer le 
contraste de l'ecran. 

Le troisieme mode de realisation de ^'invention 
represents sur les figures 4 et 5 consiste alors a utiliser ces 
couches LBL 16 pour, en plus des fonctions precedentes, 
passiver et proteger les drivers integres 2, le cordon de 
scellement 4 etant alors situe sur l'exterieur de la matrice 
active 1 et des drivers peripheriques integres 2 passives et 
proteges par les couches de LBL 16. Le LBL etant utilise pour 
la fabrication des cellules a cristaux liquides, le depot de 
celle-ci sur les drivers integres fait partie du meme process de 
fabrication et est done tres simple et pen couteux de mise en 
oeuvre. 

D'autre part, l f adherence du cordon 4 a la plaque 3 
est meilleure puisque celui-ci n f est plus depose sur des couches 
metalliques, isolantes ou semi-conductrices mais sur la plaque 
support 3 elle-meme (generalement en verre) a une distance 
requise (de Tordre du mm ou moins) du LBL 16 depose sur les 
drivers peripheriques integres 2 et la matrice active 1. 
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REVINDICATIONS 

1. Dispositif decapsulation et de passivation de 
circuits electroniques (2, 10, 11, 12) realises sur une plaque 
substrat (3) comportant un cordon de sceUement (4, 7, 8, 13) 
caracterise en ce que ce cordon (4, 7, 8, 13) est utilise pour 
passiver et proteger ces circuits electroniques (2, 10, 11, 12). 

2. Dispositif decapsulation et de passivation selon 
la revendication 1 caracterise en ce que le cordon de sceUement 
(4) est depose sur les circuits (2) et les recouvre totalement. 

3. Dispositif decapsulation et de passivation selon 
la revendication 1 caracterise en ce que le cordon de sceUement 
(7, 8) est depose autour du circuit (2). 

4. Dispositif decapsulation et de passivation selon 
I'une quelconque des revendications precedentes caracterise en 
ce que le materiau utilise pour reaUser le cordon de sceUement 
(4, 7, 8, 13) est de I'epoxy polymerise a chaud ou de Tepoxy 
polymerise sous rayons ultra -violets. 

5. Dispositif d'encapsulation et de passivation de 
circuits electroniques (2 10, 11, 12) realises sur une plaque 
support (3) sur laqueUe est aussi realisee une matrice active 
(1) commandant des ceUules electro-optiques et comportant une 
couche opaque (16) bloquant la photoconductivity des composants 
de la matrice active (1) assurant la fonction d'espaceur et 
eventueUement ceUe de "black matrix", caracterise en ce que 
cette couche (16) est utiUsee pour ^encapsulation et la 
passivation desdits circuits electroniques (2, 10, 11, 12). 

6. Dispositif d 'encapsulation et de passivation selon 
la revendication 5, caracterise en ce que la couche (16) 
d 'encapsulation et de passivation est deposee sur les circuits 
(2, 10, 11, 12) et les recouvre totalement. 

7. Dispositif decapsulation et de passivation selon 
Tune quelconque des revendications precedentes caracterise en 
ce que le circuit electronique (2, 10, 11, 12) est un circuit 
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